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고내상 에멀션(HIPE)은 분산상의 부피분율이 74% 이상 차지하는 에멀션을 일컫는 용어로 

고체구의 최대충전분율보다 높기 때문에 액적(droplet)은 서로 맞닿아 다면체 형상을 이룬 
후 얇은 필름이 파괴되어 이연속상(bicontinuous) 구조를 이룬다. 형성된 HIPE를 중합하면 

미세구조 발포체를 얻을 수 있는데 이는 기체 압출로 제조되는 일반적인 폐쇄형 발포체에 비

해 균일하고 등방적이며 개방형 미세기공을 지니는 특징을 가지고 있다. 미세구조 발포체는 
고분자 분리막, 이온교환 모듈, 약물전달체, 고흡수성 수지, 촉매지지체, 조직공학에서의 3-

D 매트릭스 재료 등으로 활용하기 위해 활발하게 연구되어 왔다. 최근에는 미세구조 발포체

에 정전기 방지, 전자파간섭 차폐(EMI shielding) 또는 전기 전도성을 부여하기 위한 연구가 
진행되고 있다. 이에 HIPE에 탄소나노튜브(CNT)를 첨가하여 전도성 발포체 개발을 시도하

였다. CNT는 본질적으로 수상 및 유상 모두에 분산이 용이하지 않으므로 계면활성제를 첨

가하거나 표면개질을 통해 분산성을 향상시켜 HIPE를 형성시켰다. 안정한 에멀션인 경우 액
적 크기가 발포체의 기공 크기가 되므로 에멀션의 유변물성과 발포체의 기공크기 간에는 밀

접한 상관관계가 존재한다. 본 연구에서는 전도성 미세기공 발포체를 제조할 때 에멀션의 점

도, 저장탄성률 및 항복응력, 에멀션을 이루는 연속상, 분산상의 점도 및 점도비 등을 통해 유
변물성과 기공 크기 간의 상관관계를 해석하였다.


